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@ Elektronisches Bauteil mit AuBenanschluSelementen 

@ Die Erfindung betrifft ein elektronisches Bauteil (1) mit 
Auftenanschlusselementen (2) und eln Verfahren zur elek- 
trischen Verbindung und/oder zur Fixierung eines elektro- 
nischen Bauteils (1) und einer Leiterplatte (15). Dazu weist 
das eiektronische Bauteil (1) Kapillarelemente (6) als Au- 
Renanschlusselemente (2) auf, die mit Kontaktanschluss- 
flachen (3) eines Systemtragers (4) oder mit Kontaktfla- 
chen eines Chips (5) verbunden sind. Das Kapillarelement 
(6) ragt aus dem elektronischen Bauteil (1) heraus und 
weist auf seinem herausragenden Ende (7) eine kapillar 
wirkende Saugoffnung (8) auf. 
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Beschreibung 

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein elektroni- 
schesBauteil mit AuBenanschlusselementen undein Verfah- 
ren zur elektrischen Verbindung und/oder Fixierung des 
eiektronischen Bauteils und einer Leiterplatte. 
[0002] Um Leiterplattenflachen moglichst optimal zu nut- 
zen, werden Leiterplatten beidseitig bestiickt. Das Fixieren 
und elektrische Verbinden von eiektronischen Bauteilen auf 
beiden Seiten der Leiterplattenflache wie es z. B. durch Ld- 
ten erfolgt, erfordert in vielen Fallen zusatzliche adhasive 
Fixierpunkte zwischen Bauteil und Leiterplatte, insbeson- 
dere fur die Bauteile, die auf der Unterseite der Leiterplatte 
zu kontaktieren sind, da sonst die Gefahr besteht, dass diese 
Bauteile abf alien. 

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, ein elektronisches 
Bauteil mit AuBenanschlusselementen anzugeben, mit de- 
nen zusatzliche Fixierpunkte an den Bauteilen iiberflussig 
werden und die ein Anhaften des Bauteil beim Verbinden 
mit einer Leiterplatte sicherstellen, so dass eine Leiterplatte 
beidseitig mit Bauelementen bestiickt werden kann, ohne 
dass die Bauteile auf der Unterseite der Leiterplatte beim 
Verbindungsvorgang herabfallen. 

[0004] Diese Aufgabe wir mit dem Gegenstand der unab- 
hangigen Anspruche gelost, Merkmale vorteilhafter Aus- 
fuhrungsformen der Erfindung ergeben sich aus den abhan- 
gigen Anspriichen. 

[0005] ErfindungsgemaB weist das elektronische Bauteil 
AuBenkontaktelemente auf, die mit Kontaktanschluss Aa- 
chen eines Systemtragers oder mit Kontaktanschlussflachen 
eines Chips verbunden sind. Dabei ist mindestens ein Au- 
Benanschlusselement als ein Kapillarelement ausgebildet, 
das aus dem Bauteil herausragt und an seinem herausragen- 
den Ende eine kapillar wirkende SaugofTnung aufweist. 
Diese Losung hat den Vorteil, dass das elektronische Bauteil 
mitteis der kapillar wirkenden SaugofFnung seines Kapillar- 
elementes die Adhasion in einem flussigen Lottropfen, der 
an der Leiterplatte haftet, wesentlich gegenuber kapillar 
nicht wirksamen AuBenanschlusselementen erhoht. Durch 
die mitteis Kapillarwirkung erhohte Adhasion des Bauteils 
zu einer Leiterplatte wird das Bauteil vor einem Herabfallen 
von der Unterseite einer beidseitig bestuckten Leiterplatte 
gesichert. AuBerdem kann sich aufgrund der erfindungsge- 
maBen AuBenanschlusselemente in Form von Kapillarele- 
menten eine massive flachige Materialbrucke zwischen 
Bauteil und Leiterplatte in Form einer Lotsaule ausbilden, 
so dass auf zusatzliche Fixierpunkte beispielsweise aus Ep- 
oxidkleber verzichtet werden kann. 

[0006] Die den Kapillareffekt bewirkenden Elemente am 
eiektronischen Bauteil konnen bereits wahrend der Bauteil- 
herstellung mit erzeugt werden. Daruber hinaus hat dieses 
elektronische Bauteil den Vorteil, dass sich beim Verbinden 
mit der Leiterplatte durch das Ausbilden einer massivflachi- 
gen Materialbrucke wie einer Lotsaule ein zusatzlicher me- 
chanischer Schutz der Bauteilkontakte gegen Beschadigung 
durch Kompression oderScherung bildet. SchlieBlich ergibt 
sich durch die Verwendung nur eines Materials, narnlich 
z. B. eines Lotes, zum Verbinden und Fixieren des eiektroni- 
schen Bauteils an einer Leiterplatte unter Verzicht auf kle- 
bende und adhasive Fixierpunkte eine wesentliche Vereinfa- 
chung beim Austausch von eiektronischen Bauteilen auf 
Leiterplatten, da keine zusatzlichen anderen Fixiermateria- 
lien entfemt und fiir das Auswechseln erneut aufgebracht 
werden miissen. 

[0007] Somit kann durch die AuBenanschlusselemente 
des erfindungsgemaBen eiektronischen Bauteils die Distanz 
zwischen Bauteil und Leiterplatte durch Kapillarwirkung 
uberbruckt werden und es konnen flachige Kontakte, welche 
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die Adhasion zwischen Bauteil und Leiterplatte wesentlich 
erhohen, ausgebildet werden. Daruber hinaus wird gleich- 
zeitig eine mechanische Stabilisierungsmoglichkeit fur 
empfindliche Kontakte geschaffen, die ohne zusatzliche 
5 Materialien und Prozesse auskommt und somit voll produk- 
tionstauglich ist. Dazu muss das erfindungsgemaBe elektro- 
nische Bauteil als AuBenkontaktelemente lediglich Kapil- 
larelemente aufweisen. 

[0008] In einer Ausfuhrungsform der Erfindung ist die ka- 
10 pillar wirkende SaugofTnung der AuBenanschlusselemente 
als Kapillarschiitz ausgebildet. Ein derartiger Kapillarsch- 
litz kann in jedem bisher bekannten AuBenkontaktelement 
ohne groBen Auf wand eingebracht werden, indem vorzugs- 
weise das AuBenanschlusselement in seiner Langsrichtung 
15 aufgeschlitzt wird. Dadurch besteht die Moglichkeit, beim 
Verbinden des eiektronischen Bauteils mit der Leiterplatte 
eine zusatzliche Adhasion durch die Kapillarwirkung des 
Langsschlitzes zu erreichen. 

[0009] Die kapillar wirkende SaugofTnung kann in einer 
20 weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung als Ring ausgebil- 
det sein. Diese Variante ist vorteilhaft, wenn das elektroni- 
sche Bauteil als AuBenanschlusselemente Stifte aufweist, 
die zur Ausbildung der ringfdrmigen kapillarwirkenden 
SaugofTnung durch langsgeschlitzte Hohlstifte ersetzt wer- 
25 den konnen, wodurch eine zusatzliche Kapillarwirkung er- 
reicht wird, die das Bauteil auch unterhalb einer Leiterplatte 
aufgrund der erhohten Adhasion in Position halten kann. 
[0010] Eine weitere Ausfuhrungsform sieht vor, dass das 
Kapillarelement eine mehrfache Anordnung von vertikalen 
30 Kontaktelementen aufweist, die einen Kapillarspalt ausbil- 
den. Derartige vertikale Kontaktelemente konnen zum Bei- 
spiel durch einfaches Falten herkommlicher flacher AuBen- 
anschlusselemente hergestellt werden. Derartige Kontakt- 
elemente haben aufgrund des groBflachigen Kapillarspaltes 
35 eine vergroBerte Kapillarwirkung und sind deshalb fiir groB- 
volumige elektronische Bauteile geeignet. 
[0011] Eine weitere Ausfuhrungsform der Erfindung sieht 
vor, dass das Kapillarelement Zwillingshocker aufweist, die 
in einem kapillar wirkenden Abstand voneinander angeord- 
40 net sind. Derartige Zwillingshocker konnen unmittelbar auf 
den Kontaktflachen eines Chips angeordnet werden, so dass 
diese Ausfuhrungsform besonders fur Haibleiterchips ge- 
eignet ist, die unmittelbar auf einer Leiterplatte angeordnet 
werden sollen. 

45 [0012] Eine weitere Ausfuhrungsform der Erfindung sieht 
eine mit dem elektrischen Bauelement zu verbindende Lei- 
terplatte vor, die eine mehrschichtige Leiterplatte mit Leiter- 
bahnen aus einer Kupferlegierung aufweist. Die Oberfla- 
chen derartiger mehrschichtiger Leiterplatten werden beide 
50 mit eiektronischen Bauteilen bestiickt, wobei mit der Ver- 
wendung des erfindungsgemaBen eiektronischen Bauteils 
ein Abfallen der auf der Unterseite anzuordnenden Bauele- 
mente verhindert wird. 

[0013] Mit einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfin- 
55 dung wird die Adhasion dadurch erhoht, dass die Kapillar- 
elemente eine Oberflachenbeschichtung zur VergroBerung 
der Benetzungsfahigkeit fur geschmolzenes Lot aufweisen. 
Eine derartige Oberflachenbeschichtung weist in einer Aus- 
fuhrungsform eine Nickel-Gold-Legierung auf. 
60 [0014] Bei einer Ausfuhrungsform der Erfindung weist 
die kapillar wirkende SaugofTnung eine Offnungsweite zwi- 
schen 50 um und 500 um auf. Diese Offnungsweite hangt 
im wesentlichen von der Benetzungsfahigkeit der Oberfla- 
che des Kapillarelementes durch ein flussiges Lot ab. Je gro- 
65 Ber die Benetzungsfahigkeit ist, um so groBer kann die Off- 
nungsweite sein, so dass sich eine groBere die Material- 
brucke zwischen Leiterplatte und Bauelement ausbildet. 
[0015] In einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung 
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ist ein kapillar wirkender Schlitz fur eine Schlitzbreite von 
50 jam bis 500 um vorgesehen. Auch bei der Schlitzbreite ist 
zu berucksichtigen, dass mit groBer werdender Benetzungs- 
fahigkeit der Oberflache des Kapillarelementes die Schlitz- 
breite zunehmen kann. 5 
[0016] In einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung 
ist vorgesehen, dass die vertikalen Kontaktelemente zu der 
Bauteiloberflache eine Neigung unter einem Winkel a auf- 
weisen. Aufgrund dieser Neigung wird die Nachgiebigkeit 
der Kontaktelemente gegeniiber einer 90°-Anordnung er- to 
hoht und die Belastung des erfindungsgemaBen Bauteiis 
vermindert. AuBerdem wird die Adhasionswirkung bei glei- 
chem Abstand zwischen erfindungsgemaBen elektronischen 
Bauteil und Leiterplatte aufgrund der Neigung der Kontakt- 
elemente gegeniiber der Bauteiloberflache erhoht, da die Be- 15 
netzungsflache vergroBert ist. 

[0017] In einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung 
ist das erfindungsgemaBe elektronische Bauteil uber eine 
Lotbriicke zwischen dem Kapillarelement und einer Leiter- 
platte auf der Leiterplatte verankert und mit ihr elektrisch 20 
verbunden. Die Adhasionsfahigkeit dieser Lotbriicke bildet 
sich bereits aus, wenn das Lot geschmolzen wird, wodurch 
das elektronische Bauteil an der Leiterplatte haftet, ohne 
dass zusatzliche Fixierpunkte erforderlich sind. 
[0018] Eine weitere Ausfuhrungsform sieht vor, dass das 25 
elektronische Bauteil ein Halbleiterchip mit Zwillingshbk- 
kem ist. Die bereits oben erwahnten Zwillingshocker kbn- 
nen auf einem Halbleiterchip relativ kostengiinstig herge- 
stellt werden, da lediglich zu jedem bisher vorhandenen 
Hocker auf dem Halbleiterchip eine weitere Kontaktflache 30 
vorgesehen werden muss, auf der ein weiterer oder zweiter 
Hocker des Zwitlingshdckers geformt wird. Der Abstand 
zwischen den Zwiilingshbckern muss derart eng gewahlt 
werden, dass im Spalt zwischen den beiden Zwillingshok- 
kern eine Kapillarwirkung auftritt. 35 
[0019] Eine weitere Ausfuhrungsform der Erfindung sieht 
vor, dass das elektronische Bauteil ein KunststofFgehause 
aufweist, aus dem die rnehrfach angeordneten vertikalen 
Kontaktelemente herausragen. Diese Ausfuhrungsform hat 
den Vorteil, dass die Kontaktelemente sicher und korrekt in 40 
dem KunststofFgehause eingebettet sein kbnnen und eine 
Gefahr des Verschiebens der Kontaktelemente gegenein- 
ander nicht gegeben ist. 

[0020] Bei einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung 
weist das elektronische Bauteil in seinem Gehause einen Sy- 45 
stemtrager auf, der vertikale Kontaktelemente tragt und 
mindestens einen Halbleiterchip mit einer integrierten 
Schaltung aufweist. Ein derartiges elektronisches Bauteil 
hat den Vorteil, dass fur die Befestigung der vertikalen Kon- 
taktelemente an dem elektronischen Bauteil durch den Sy- 50 
stemtrager wesentlich mehr Flache zur Verfugung steht als 
direkt auf einem Halbleiterchip. Der Ubergang voni Halblei- 
terchip auf den Systemtrager und vom Systemtrager auf die 
Kapillarelemente als AuBenaanschlusskontakte kann in vor- 
teilhafter Weise durch halbleiterprozess-konforrne Verfah- 55 
renstechniken verwirklicht werden. 

[0021] In einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung 
weist die Leiterplatte Lotfiachen mit Lotmaterial auf, das in 
die Kapillarelemente des elektronischen Bauteiis hineinragt. 
Dieses Lotmaterial verstarkt zusatzlich die AuBcnanschluss- 60 
elemente und schiitzt sie gleichzeitig vor Beschadigung 
durch Scherung oder Kompression. 

[0022] Ein Verfahren zur elektrischen Verbindung und/ 
oder Fixierung eines elektronischen Bauteiis und einer Lei- 
terplatte, weist foigende Verfahrensschritte auf: 65 

- Bestiicken des elektronischen Bauteiis rnit minde- 
stens einem Kapillarelement, das eine kapillar wir- 
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kende Offnung aufweist und aus dem Bauteil heraus- 
ragt, 

- selektives Beschichten einer Leiterplatte mit einem 
benetzende Material auf vorbestimmten Kontaktan- 
schlussflachen, 

- Erwarmen des benetzenden Materials auf seine 
Schmelztemperatur, 

- Positionieren und Ausrichten von elektronischen 
Bauteilen auf der Ober- und Unterseite der Leiterplatte, 

- Eintauchen der Kapillarelemente in das geschmol- 
zene Material, 

- Ausbildung eines flachigen Kontaktes mit dem Ka- 
pillarelement und auf der Leiterplatte unter gleichzeiti- 
ger Erstarrung des Materials. 

[0023] Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass die Adha- 
sion des elektronischen Bauteiis an der Leiterplatte im Be- 
reich des geschmolzenen Materials durch die Kapillarwir- 
kung des Kapillarelementes wesentlich erhoht wird, so dass 
zusatzliche Schritte wie Aufbringen von Klebstoff zum An- 
kleben der Bauelemente an der Unterseite der Leiterplatte 
entfallen. AuBerdem werden die Verbindungen zwischen 
Leiterplatte und AuBenanschlusselementen des elektroni- 
schen Bauteiis zusatzlich durch die sich ausbildende Materi- 
alsaule in dem Kapillarelement verstarkt, so dass sich ein 
Schutz gegen Beschadigungen durch Scherung oder durch 
Komprimieren ausbilden kann. Somit wird eine wesentliche 
mechanische Stabilisierung insbesondere fur empfindliche 
Kontakte erreicht. Gleichzeitig werden zusatzliche Prozesse 
und Materialien eliminiert, die lediglich einer Fixierung der 
Bauelemente auf der Unterseite einer Leiterplatte dienen. 
Zusatzlich wird ein Instandsetzungsprozess in der Weise 
vereinfacht, dass beim Ersatz eines erfindungsgemaBen 
elektronischen Bauteiis lediglich eine einzige Materialkom- 
ponente aufzuschmelzen ist und keine weiteren Schritte er- 
forderlich werden, die sich auf zusatzliche Fixierpunkte aus 
Klebstoffen beziehen. 

[0024] Ein weiterer Verfahrensschritt sieht vor, dass die 
Oberflache des Kapillarelementes mit einer die Benetzung 
fbrdemden Schicht beschichtet wird. Eine derartige Schicht 
kann mittels Aufdampftechnik oder Sputtertechnik aufge- 
bracht werden, wobei die Aufdampftechnik den Vorteil ei- 
nes geringen apparativen Aufwandes aufweist, wahrend die 
Sputtertechnik den Vorteil hat, dass nicht aufdampfbare Ma- 
terialien auf den Oberflachen der Kapillarelemente schicht- 
fbrmig aufgebracht werden konnen. 

[0025] In einem weiteren Durchfuhrungsbeispiel des Ver- 
fahrens wird die benetzungsfbrdernde Schicht rnittels strom- 
loser Metallabscheidung aus einem Losungsmittel aufge- 
bracht. Zwar muss bei einem derartigen Verfahren das elek- 
tronische Bauteil mit seinen AuBenanschlusselementen in 
ein Losungsmittel getaucht werden, jedoch ist der appara- 
tive Aurwand fiir eine derartige Beschichtung wesentlich 
geringer als bei dem vorangegangenen Verfahren. 
[0026] Dariiber hinaus besteht die Moglichkeit, die benet- 
zungsfordernde Schicht mittels galvanise her Platierung auf- 
zubringen, wobei ein Strom zwischen einer metallischen 
Opferanode und dem auf Kathode geschalteten Kapillarele- 
menten flieBen muss. Dabei kann das Anlegen einer elektri- 
schen Spannung an die Kapillarelemente problcmatisch 
sein, weshalb ein derartiger Schritt noch vor dem Anbringen 
der Kapillarelemente an das elektronische Bauteil durchzu- 
fuhren ist. 

[0027] Ein weiteres Durchfuhrungsbeispiel des Verfah- 
rens sieht vor, dass die kapillar wirkende Offnung durch 
Mehrfachfaltung eines flachen AuBenanschlussclements 
hergestellt wird. Dazu ist lediglich ein verlangertes AuBen- 
anschlusselement erforderlich, das durch Maanderformiges 
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Falten unter Beachtung eines kapillar wirkenden Abstands 
zwischen den Faltungen hergestellt werden kann. Damit 
wird in vorteilhafter Weise der Aufwand fur die bisherige 
Herstellung von elektronischen Bauteilen nicht wesentlich 
vergroBert. Lediglich das Design eines metallischen Sy- 5 
stemtragers mit Flachleitem muss auf die Mehrfachfaltung 
der AuBenanschlusselemente abgestimmt sein, indem lan- 
gere Rachleiter als AuBenanschlusselemente vorgesehen 
werden. 

[0028] Eine kapillar wirkende Offnung kann mittels eines 10 
Ausstanzens von Langsschlitzen in einem flachen AuBenan- 
schlusselement in einem weiteren Durchruhrungsbeispiel 
hergestellt werden. Zwar wird damit nicht die Flachengro- 
Benordnung einer Mehrfachfaltung erreicht, jedoch kann 
auch bereits ein solches Langsschlitzen eines flachen Au- 15 
Benanschlusselementes die Adhasion aufgrund der Kapillar- 
wirkung der Schlitze zu dem Lotmaterial der Leiterplatte er- 
hoht werden ohne die AuBenabmessungen flacher AuBenan- 
schlusselemente zu verandem. 

[0029] In einem weiteren Durchruhrungsbeispiel des Ver- 20 
fahrens wird das Kapillarelement in Form eines Hohlstiftes 
mit Langsschlitz durch Rundformen eines flachen AuBenan- 
schlusselementes hergestellt. Dieses Rundformen eines zu- 
nachst flachen AuBenanschlusselementes kann beispiels- 
weise durch Rundformen uber einen Dorn erfolgen und er- 25 
fordert somit nur einen geringen zusatzlichen Aufwand fur 
die Herstellung des Kapillarelementes. 
[0030] Um einen nahezu rechteckigen oder ovalen Quer- 
schnitt einer kapillar wirkenden Offnung herzustellen, kann 
ein rundes langsgeschlitztes Kapillarelement abgeflacht 30 
werden, so dass automatisch ein rechteckiger bzw. ovaler 
Querschnitt entsteht. 

[0031] Um somit die Leiterplattenflache moglichst opti- 
mal zu nutzen und die Leiterplatten beidseitig zu bestiicken, 
miissen die Bauteile auf der Leiterplattenunterseite gegen 35 
Herabfallen geschiitzt werden, z. B. durch die Adhasion der 
Kontaktstellen bzw. der AuBenanschlusselemente eines 
elektronischen Bauteils oder durch zusatzliche Fixier- 
punkte. 

[0032] Die Adhasion eines elektronischen Bauteils zu ei- 40 
ner Leiterplatte wird hierbei durch die Gesamtflache dieser 
Verbindungen bestimmt. Die benotigte Adhasion kann je- 
doch durch die Relation von Abstand des elektronischen 
Bauteils zu der Leiterplattenoberflache, der frei verfugbaren 
Flache und der Art sowie des Materials des Verbindungspro- 45 
zesses eingeschrankt sein. 

[0033] Werden die Kontaktstellen und/oder Fixierpunkte 
gemaB der vorliegenden Erfindung so ausgeformt, dass 
durch Kapillarwirkung eine massive flachige Material- 
briicke zwischen Bauteil und Leiterplatte z. B. durch Aus- 50 
bilden einer Lotsaule ausgebildet wird, konnen maBliche so- 
wie material- und prozessbedingte Einschrankungen iiber- 
wunden werden. 

[0034] ErfindungsgemaB werden die den Kapillareffekt 
be wirkenden Elemente bereits wahrend der zur Bauteil- 55 
oder Leiterpiattenherstellung notwendigen Prozesse miter- 
zeugt. Ein Vorteil dieser massivflachigen Materialbrucken, 
die durch das erfindungsgemaBe elektronische Bauteil er- 
moglicht werden, ist ein zusatzlicher mechanischer Schutz 
der Bauteilkontakte gegen Beschadigung durch Scherung 60 
oder Kompression nach der Durchfuhrung der Lotung. 
SchlieBlich bringt eine Bauteilfixierung aus nur einem Ma- 
terial wie einem Lotmaterial, eine wesendiche Vereinfa- 
chung einer Leiterplattenreparatur mit sich, da kein zusatzli- 
ches anderes Fixiermaterial entfemt und nach der Reparatur 65 
wieder aufgebracht werden muss. 

[0035] Somit hat die vorliegende Erfindung den Vbrteil, 
dass die Kapillarwirkung zum Uberbriicken der Distanz 
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Bauteil zu Leiterplatte beitragt und flachige Kontakte ausge- 
bildet werden, welche die Adhasion zwischen Bauteil und 
Leiterplatte wesentlich erhohen. AuBerdem konnen zusatzli- 
che Prozesse und Materialkomponenten wie Klebstoffe eli- 
miniert werden. Ferner tritt eine wesentliche Stabilisierung 
bei mechanisch sehr empfindlichen Kontakten ein. 
[0036] Die vorliegende Erfindung fuhrt zur Ablosung von 
Fixierungs- und Stabihsierungstechnologien bei der Besttik- 
kung von Leiterplatten durch eine kostengiinstige Variante, 
die ohne zusatzliche Materialien und Prozesse auskommt, 
und bei der produktionstaugliche Prozesse wie z. B. derLot- 
pastendruck integriert werden konnen und eine einfache 
Realisierung des Reparaturprozesses ermoglicht wird. 
[0037] Ausfuhrungsformen der Erfindung werden nun an- 
hand von Figuren naher erlautert. 

[0038] Fig. 1 zeigt eine Prinzipskizze einer ersten Ausfiih- 
rungsform der Erfindung, 

[0039] Fig. 2 zeigt eine Prinzipskizze einer zweiten Aus- 
fiihrungsform der Erfindung, 

[0040] Fig. 3 zeigt eine Prinzipskizze einer dritten Aus- 
fuhrungsform der Erfindung. 

[0041] Fig. 1 zeigt eine Prinzipskizze einer ersten Ausfiih- 
rungsform der Erfindung. In Fig. 1 bezeichnet das Bezugs- 
zeichen 1 ein elektronisches Bauteil, das Bezugszeichen 2 
ein AuBenanschlusselement, das Bezugszeichen 3 eine Kon- 
taktanschlussflache eines Systemtragers, das Bezugszeichen 
4 einen Systemtrager, das Bezugszeichen 6 Kapillarele- 
mente, das Bezugszeichen 7 herausragende Enden der Ka- 
pillarelemente und das Bezugszeichen 8 kapillar wirkende 
Saugoffnungen. Mit dem Bezugszeichen 9 werden vertikale 
Kontaktelemente, dem Bezugszeichen 10 ein Kapillarspalt, 
dem Bezugszeichen 12 ein kapillar wirkender Abstand, mit 
Bezugszeichen 13 die Bauteiloberflache und mit Bezugszei- 
chen 14 eine Lotbriicke bezeichnet. Zusatzlich zu dem elek- 
tronischen Bauteil 1 wird in Fig. 1 eine Leiterplatte 15 mit 
Lotflachen 17, auf denen ein Lotmaterial 18 angeordnet ist, 
gezeigt. 

[0042] In dieser Ausfiihrungsform der Erfindung nach 
Fig. 1 weist das elektronische Bauteil 1 AuBenanschlussele- 
mente 2 auf, die vertikale Kontaktelemente symbolisieren. 
Andererseits ist es auch moglich, derartige AuBenanschluss- 
elemente 2 durch ein U-formiges Falten eines flachen Au- 
Benanschlusselementes 2 zu erreichen. Jedes AuBenan- 
schlusselement weist nach Fig. 1 zwei Schenkel 20, 21 und 
22, 23 auf, zwischen denen ein kapillar wirkender Abstand 
12 angeordnet ist. 

[0043] Neben zwei flachen AuBenanschlusselementen 2 
symbolisiert Fig. 1 den Querschnitt durch einen Hohlstift, 
der einen nicht gezeigten rechteckformigen, ovalen oder 
runden Querschnitt aufweisen kann. 

[0044] Das kapillar wirkende AuBenanschlusselement 2, 
im folgenden Kapillarelement 6 genannt, weist an seinem 
herausragenden Ende eine kapillar wirkende Saugoffhung 8 
auf. Wird eine derartige Offnung in einen Lottropfen, der 
senkrecht nach unten hangt, eingetaucht, so bleibt aufgrund 
der Kapillarwirkung des Kapillarelementes das Bauteil an 
dem Lottropfen hangen und kann nur bei Uberwindung der 
Kapillarkraft und der Adhasionskraft aus der hangenden Po- 
sition befreit werden. 

[0045] Somit zeigt die erste Ausfiihrungsform der Erfin- 
dung bereits den positiven Effekt, der durch ein erfindungs- 
gemaB gestaltetes Bauelement erreichbar ist. Dieser Effekt 
besteht darin, dass auf der Unterseite 24 einer Leiterplatte 
15 erfindungsgemaBe Bauelemente angeordnet werden kon- 
nen, ohne dass sie von der Leiterplattenunterseite 24 herun- 
terfallen. Dazu wird das Lotmaterial 18 auf der Lotflache 17 
der Leiterplatte 15 geschmolzen und das erfindungsgemaBe 
elektronische Bauteil mit der kapillar wirkenden Offhung 
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seiner Kapillarelemente in das fliissige Lotmaterial einge- 
taucht und aufgrund der Kapillarkraft in der hangenden Po- 
sition auf der Unterseite 24 der Leiterplatte 15 wie in Fig. 1 
gezeigt gehalten. Demnach kann die Leiterplatte 15 ohne 
Gefahr, dass die unten anhangenden Bauteiie herunterfallen, 5 
beidseitig bestiickt werden. Dazu muss der Capillar wir- 
kende Abstand 12 auf das Lotmaterial und auf die benetzen- 
den Eigenschaften der Oberflache des Kapillarelementes 6 
abgestimmt sein. 

[0046] Nach einem Erstarren des Lotmaterials wird ein to 
weiterer Vorteil des erfindungsgemaBen elektronischen Bau- 
teils ofTensichtlich, namlich, dass der eiektrische Kontakt 
sowohl mechanisch verstarkt ais auch elektrisch verbessert 
wird, da nicht mehr die im Querschnitt begrenzten AuBen- 
anschlusselemente die mechanische Festigkeit und den elek- 15 
trischen Widerstand bestimmen, sondern die durch die Ka- 
pillarwirkung entstandene Lotsaule sowohl den elektrischen 
Widerstand vermindert als auch die mechanische Festigkeit 
erhdht. Somit sind die AuBenanschlusselemente vor einem 
Abscheren oder vor einer Beschadigun g durch Kompression 20 
geschiitzt. 

[0047] Fig. 2 zeigt eine zweite Ausfuhrungsforrn der Er- 
findung. Komponenten in Fig. 2, die gleiche Funktionen wie 
in Fig. 1 erfiillen, sind mit gleichen Bezugszeichen verse- 
hen, so dass eine Erlauterung entfallt. In Fig. 2 ist ein elek- 25 
tronisches Bauteil mit einem Kunststoffgehause 19 gezeigt, 
das Kapillarelemente 6 aus vertikalen Kontaktelemente 9 
aufweist. Die Kapillarwirkung wird in dieser Ausfuhrungs- 
forrn verstarkt durch die Neigung der AuBenanschlussele- 
mente um den "Winkel a zur Bauteiloberflache 13. Daniit 30 
wird bei gleichem Abstand zwischen einer Leiterplatte 15 
und dem elektronischen Bauteil 1 die kapillar wirkende Fla- 
che in dem Kapillarelement vergroBert. Eine derartige Ver- 
groBerung kann dann sinnvoll eingesetzt werden, wenn das 
Gesamtgewicht des elektronischen Bauteils 1 grbBer wird. 35 
Dariiber hinaus zeigt die Ausfuhrungsforrn nach Fig. 2 ge- 
genuber der Ausfuhrungsforrn nach Fig. 1 den Vorteil, dass 
durch die Neigung der AuBenanschlusselemente die Bela- 
stung des elektronischen Bauteils 1 beim Annahem an die 
Leiterplatte 15 geringer ist, da die geneigten AuBenan- 40 
schlusselemente elastisch nachgeben konnen. 
[0048] Fig. 3 zeigt eine dritte Ausfuhrungsforrn der Erfin- 
dung. Komponenten in Fig. 3, die gleiche Funktionen wie in 
Fig. 1 oder 2 erfiillen, sind mit gleichen Bezugszeichen ver- 
sehen, so dass eine Erlauterung entfallt. Die AuBenan- 45 
schlusselemente 2 sind in dieser Ausfuhrungsforrn Kontakt- 
hocker 25, 26, 27, 28. Die Kontakthocker 25, 26, 27, 28 sind 
paarweise zu Zwillingshockern 11 angeordnet. Derartige 
Hocker konnen unmittelbar auf einem Halbleiterchip 16 
ausgebildet sein. Um Zwillingshocker darzustellen, mussen 50 
lediglich in einem kapillar wirkenden Abstand 12 zwei Hok- 
ker auf entsprechenden Kontaktflachen 29, 30, 31, 32 eines 
Chips angeordnet werden. Sobald die Spitzen 33, 34, 35, 36 
der Kontakthocker 25, 26, 27, 28 das geschmolzene Lotma- 
terial 18 auf den Lotflachen 17 auf der Unterseite 24 der Lei- 55 
terplatte 15 beriihren, wird die Kapillarkraft des kapillar 
wirkenden Abstandes zwischen den Zwillingshockern 11 
wirksam und halt den Halbleiterchip 16 in hangender Posi- 
tion auf der Unterseite 24 der Leiterplatte 15. Diese Ausfuh- 
rungsforrn der Erfindung wird dann angewandt, wenn ein 60 
Halbleiterchip unmittelbar mit seinen Kontakthockern auf 
der Unterseite 24 einer Leiterplatte 15 bei beidseitiger Be- 
stuckung der Leiterplatte 15 angeordnet ist. 

Bezugszeichenliste 65 

1 elektronisches Bauteil 

2 AuBenanschlusselemente 
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3 Kontaktanschlussflache 

4 Systemtrager 

5 Chip 

6 Kapillarelement 

7 herausragendes Ende des Kapillarelementes 

8 Saugorrnung 

9 vertikale Kontaktetemcnte zweifach oder mehrfach eng 
angeordnet 

10 Kapillarspalt 

11 Zwillingshocker 

12 kapillar wirkender Abstand 

13 Bauteiloberflache 

14 Lotbrucke 

15 Leiterplatte 

16 Halbleiterchip 

17 Lotflachen 

18 Lotmaterial 
19,20,21,Gehause 
22, 23 Schenkel 

24, 25, 26, Unterseite 

27, 28, 29, 30, Kontakthocker 

31, 32, 33, 34, Kontaktflachen eines Chips 

35, 36 Spitzen der Kontakthocker 

Patentanspriiche 

1. Elektronisches Bauteil (1) mit AuBenanschlussele- 
menten (2), die mit Kontaktanschlussflachen (3) eines 
Systemtragers (4) oder mit Kontaktflachen (31, 32, 33, 
34) eines Chips (5) verbunden sind, wobei mindestens 
ein AuBenanschlusselement (2) als ein Kapillarelement 
(6) ausgebildet ist, das aus dem elektronischen Bauteil 
(1) herausragt und an seinem herausragenden Ende (7) 
eine kapillar wirkende Saugoffnung (8) aufweist. 

2. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die kapillar wirkende SaugofF- 
nung (8) als Kapillarschlitz ausgebildet ist. 

3. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die kapillar wirkende SaugofF- 
nung (8) als Ring ausgebildet ist. ~ 

4. Elektronisches Bauteil nach einem der Anspriiche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Kapillarele- 
ment (6) einen hohlen langsgeschnittenen Kontaktstift 
aufweist. 

5. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1 oder An- 
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Kapillar- 
element (6) einen langsgeschnitzten flachen Kontakt- 
stift aufweist. 

6. Elektronisches Bauteil nach einem der vorherge- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Kapillarelement (6) zwei oder mehr angeordnete verti- 
kale Kontaktelemente (9) aufweist. 

7. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass die vertikalen Kontaktelemente 
(9) zu der Bauteiloberflache (13) eine Neigung unter 
einem Winkel (a) aufweisen. 

8. Elektronisches Bauteil nach einem der Anspriiche 1 
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das elektronische 
Bauteil (1) ein Kunststoffgehause (19) aufweist, aus 
dem das Kapillarelement (6) herausragt. 

9. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass das elektronische Bauteil (1) in 
seinem Gehause einen Systemtrager (4) aufweist, der 
mindestens ein Kapillarelement (6) tragt und minde- 
stens einen Halbleiterchip (16) mit einer integrierten 
Schaltung aufweist. 

10. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1 , dadurch 
gekennzeichnet, dass das Kapillarelement (6) Zwil- 
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lingshocker (11) aufweist, die in einem kapiilar wir- 
kenden Ab stand (12) voneinander angeordnet sind. 

11. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Zwillingshocker (11) unmit- 
telbar auf Kontaktflachen eines Chips (5) angeordnet 5 
sind. 

12. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 10 oder An- 
spruch 1 1, dadurch gekennzeichnet, dass das elektroni- 
sche Bauteil (1) einen Halbleiterchip (16) mit Zwil- 
lingshockern (11) aufweist. to 

13. Elektronisches Bauteil nach einem der vorherge- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass elek- 
tronische Bauteil (1) iiber eine Lotbriicke (16) zwi- 
schen dem Kapillarelement (6) und einer Leiterplatte 
(15) auf dieser verankert und/oder mit ihr elektrisch 15 
verbunden ist. 

14. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 13, dadurch 
gekennzeichnet, dass die mit dem elektronischen Bau- 
teil (1) zu verbindende Leiterplatte (15) eine mehr- 
schichtige, beidseitig bestiickte Leiterplatte mit Leiter- 20 
bahnen aus einer Kupferlegierung ist. 

15. Elektronisches Bauteil nach einem der vorherge- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Kapillarelement (6) einer Oberflachenbeschichtung zur 
Erhohung der Benetzungsfahigkeit fur geschmolzenes 25 
Lot aufweist. 

16. Elektronisches Bauteil nach einem der vorherge- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Kapillarelement (6) mit einer Nickel-Gold-Legierung 
beschichtet ist. 30 

17. Elektronisches Bauteil nach einem der vorherge- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
kapiilar wirkende Saugoffhung (8) eine Offnungsweite 
zwischen 50 Mm und 500 um aufweist. 

18. Elektronisches Bauteil nach einem der Anspriiche 35 
2 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass der kapiilar 
wirkende Schlitz eine Schlitzbreite zwischen 50 um 
und 500 um aufweist. 

19. Verfahren zur elektrischen Verbindung und/oder 
zur Fixierung eines elektronischen Bauteils (1) und ei- 40 
ner Leiterplatte (15), das folgende Verfahrensschritte 
aufweist: 

- Bestiicken des elektronischen Bauteils (1) mit 
mindestens einem Kapillarelement (6), das eine 
kapiilar wirkende Saugoffhung (8) aufweist und 45 
aus dem elektronischen Bauteil (1) herausragt, 

- selektives Beschichten einer Leiterplatte 
(15) mit einem benetzenden Material auf 
vorbestimniten Flachen (17) 

- Erwarmen des Materials auf seine 50 
S chmelztemperatur, 

- Positionieren und Ausrichten mindestens 
eines elektronischen Bauteils (1) auf der Un- 
terseite (24) der Leiterplatte (15) unter 

- Eintauchen des Kapiilarelementes (6) in 55 
das geschmolzene Material und 

- Ausbilden eines flachigen Kontaktes in 
dem Kapillarelement (6) und auf der Leiter- 
platte (15) unter gleichzeitiger Erstarrung 
des Materials. 60 

20. Verfahren nach Anspruch 19, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Oberflachen des 
Kapiilarelementes (6) mit einer benetzungs- 
fordemden Schicht beschichtet werden. 

21. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch 65 
gekennzeichnet, dass die benetzungsfor- 
dernde Schicht mittels Aufdampftechnik auf- 
gebracht wird. 
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22. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch 
gekennzeichnet, dass die benetzungsfor- 
dernde Schicht mittels Sputtertechnik aufge- 
bracht wird. 

23. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch 
gekennzeichnet, dass die benetzungsfor- 
dernde Schicht mittels stromloser Metallab- 
scheidung aus einem Losungsmittel aufge- 
bracht wird. 

24. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch 
gekennzeichnet, dass die benetzungsfor- 
demde Schicht mittels galvanischer Platie- 
rung aufgebracht wird. 

25. Verfahren nach einem der Anspriiche 19 
bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass die ka- 
piilar wirkende Saugoffnung (8) durch 
Mehrfachfaltung eines flachen Aufienan- 
schlusselementes (2) hergestellt wird. 

26. Verfahren nach einem der Anspriiche 19 
bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass die ka- 
piilar wirkende OfYnung (8) durch Ausstan- 
zen von Langsschlitzen in einem flachen Au- 
Genanschlusselement (8) hergestellt wird. 

27. Verfahren nach einem der Anspriiche 19 
bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass das Ka- 
pillarelement (6) in Form eines Hohlstiftes 
mit Langsschktz durch Rundformen eines 
flachen AuBenanschlusselementes (2) herge- 
stellt wird. 

28. Verfahren nach einem der Anspriiche 19 
bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass durch 
Abflachen eines runden langsgeschlitzten 
Kapiilarelementes (6) eine kapiilar wirkende 
Saugoffnung (8) mit einem ovalem bis recht- 
eckigen Querschnitt durch Zusammendruk- 
ken runden Stiftes hergestellt wird. 
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